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immer mehr Hilfsstoffe ein,
welche die Qualitat des Finis-
hing Products beeinflussen.
Man hat jedoch im Laufe der
Zeit erkannt, dass das heu-
tige Einsparungspotenzial
beim Einsatz von Standard-
tuchern bzw. Reinigungspa-
pieren fiir die Schablonenun-
terseiten-Reinigung oftmals
in einem besseren Verhiltnis
steht, als man denkt.

Als erstes Europa-Ver-
triebsunternehmen bie-
tet Hoang auf www.hoang-
pvm-engineering.com die
Moglichkeit, sich tiber die
umfangreichen technischen
Daten zu informieren.

Es zeigt sich immer mehr,
dass die Anwender heutzu-
tage nicht nur auf gute Qua-
litat bestehen, sondern sich
auch wegen des Preisdrucks
aus anderen Lindern nach
neuen kostengiinstigen und
qualitativ hochwertigen Pro-
dukten umsehen.

Como hat mit einem be-
kannten Hersteller von hoch-
wertigen Vliesen und Splicing
ein erfolgreiches und fiir den
Anwender sehr wirtschaftli-
ches Konzept fiir die Schab-
lonenunterseiten-Reinigung
entwickelt.

Die Hoang-PVM GmbH
hat sich ganz den kunden-
spezifischen Anforderun-
gen und deren Umsetzung
gewidmet und sich mit sei-
nen neuen Produkten Como-
CleanMaster und Splicing
den steigenden Qualitats-
standards bei der optima-
len Reinigung wihrend des
Siebdruckprozesses ange-
passt und seine Produktpa-
lette erweitert. Dabei wird

pen”. Aufler den klassischen
Beschichtungsverfahren wer-
den auch die aktuellen Ent-
wicklungen in der optimalen
Vorbehandlung der Baugrup-
pen vor dem Beschichten und
der Prifung der Baugruppen
auf Klimazuverldssigkeit be-
handelt. Der nachste Termin:

Heutzutage werden elektroni-
sche Baugruppen immer extre-
meren Klimabedingungen wie
Hitze, Kélte sowie Trockenheit
und Feuchte ausgesetzt. Um die
Funktionszuverlassigkeit dabei
sicherzustellen, ist eine Schutz-
lackierung notwendig.
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Wo Forschung groBgeschrieben wird Leiterplatten in Reinraumqualitat

Um die Basisqualitit fiir das  tischen Aufladung, gesteu-

In der Forschungs- und
Entwicklungsabteilung der
KSG Leiterplatten GmbH
werden auch Projekte bear-
beitet, die sich noch nicht als
Standard in der Leiterplatten-
technik herausgebildet haben.
Das sind Themen wie Mini-
aturisierung und enge Tole-
rierung des Platinendesigns,
Optimierung der Signalinte-
gritit im Hochfrequenzbe-
reich, Erweiterung der ther-
mischen Leistungsfahigkeit
und grundsitzliche Hoch-
stromanforderungen.

KSG bietet seinen Kunden
Beratung unter thermischen
Gesichtspunkten beziiglich
Substratauswahl inklusive

konstruktiver Gestaltungs-
moglichkeiten, Vergleichs-
rechnungen fiir Anderun-
gen diverser Parameter und
Vorschliage zur Modifika-
tion eines bestehenden Lay-
outs und zur Anordnung der
~Wirmequellen®, wenn dies
aus thermischer Sicht eine
Verbesserung verspricht.
Aktuelle Neuheiten aus der
F&E-Abteilung der KSG sind

das Prigen von Leiterstruk- |

turen sowie die Integration
von Polymerelektronik in den
Leiterplattenaufbau.
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Bedrucken von Leiterplatten in

SMD-Technik bei weiterhin zu-

nehmender Miniaturisierung zu

gewihrleisten, ist die Eingangs-
qualitdt von entscheidender Be-

deutung. Da bei Anlieferung die

Qualitdt nicht immer gewdhr-

leistet ist, wird zur Sicherung
der Qualitdt eine professionelle

Reinigung zwingend erforder-
lich. Hierfur hat die ANS ans-
wer elektronik Service- & Ver-
triebs GmbH den Antistatic De-

dusting Conveyor PB500/ADC
entwickelt.
Die Einsatzcharakteristik

ist die beriithrungslose anti-

statische Reinigung von Lei-

terplatten wahrend des Trans-
ports mit dem Dreiphasensys-
tem: Messung der elektrosta-

erte Ladungsneutralisierung
durch ionisierte Luft und Ab-
saugung der neutralisierten
Staubpartikel.

Die gereinigten und ladungs-
neutralen Leiterplatten wer-
den in Reinraumgqualitdt zum
Lotpastendruck weitergeleitet.
Damit wird der gesamte SMD-
Prozess verbessert — fiir Bestii-
ckung mit uBGA, 0201- und
0402-Bauelementen ist das
innovative ANS-Gerit unver-
zichtbar. Der Reinigungsprozess
findet in einer abgeschirmten
Atmosphire statt.
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